


概述 Introduction

电子媒体 Digital Media印刷杂志 Print Magazine

网站 Website

电子书 eMagazine

电子快讯 eFocus

《半导体科技 SolidState Technology China》由香港雅时国际商讯ACT 

International主办出版，从2000年创刊已经出版逾15年。2016年将出版4期

（季刊）。

《半导体科技》（原《半导体科技 SST-AP China》）提供半导体业界最新新

闻、信息、深度分析和权威评论。每期杂志印刷出版9,000册，同时发行网

络版电子杂志和在线杂志网站，为中国半导体行业专家、工程师和技术工程

经理，提供决策和采购需要的最新技术、市场资讯及商业采购信息。

《半导体科技》覆盖半导体制造、先进封装、晶圆代工、集成电路、薄膜微

电子、平板显示器、纳米技术、工艺及设备等内容。

《半导体科技》服务于整个半导体供应链，包括经销商、制造商（包括混合

电路、专用ASIC）、代工厂、行业协会或联盟、研发组织、半导体制造和

测试设备、材料、IC封装，以及政府及教育机构。

SolidState Technology China magazine—published by ACT International
in Hong Kong, was established since 2000 for 15 years—four times 
(quarterly) in 2016.

SolidState Technology China (former SST-AP China) provides the latest 
news, in-depth analysis, and authoritative commentary on the semiconductor 
industry. Each issue will have a print run of 9,000 copies supplemented 
by its web-based-magazine and online operation, providing China’s 
qualified semiconductor professionals with the business and product 
information they need to make informed purchasing decisions.

SolidState Technology China editorial covers semiconductor manufactur-
ing, advanced packaging, wafer fabrication, integrated circuits, thin-film 
microelectronics, flat-panel displays, in addition to nanometer technologies, 
processes, and equipment.

The publication serves the entire semiconductor supply chain, including 
merchant and captive manufacturers (including for hybrid circuits and 
dedicated ASICs), foundries, consortiums, R&D operations, semiconductor 
manufacturing and test equipment, materials, IC packaging, as well as 
government and educational institutions.

韩文版 
Korea Edition

中文繁体版 
Traditional Chinese Edition

中文简体版 
Simplified Chinese Edition

英文版 
English Edition

全方位信息平台 Completed Information Platform



SST China is distributed controlled-free to the qualified readers, with bonus distribution at major trade shows/ conferences in China. Total circulation for 
print magazine is 9,000, digital version reaches much larger base of audiences. The circulation breakdown is as following. 

《半导体科技》主要采用读者申请、免费赠阅的方式发行，并在很多专业展览和会议上向观众免费派发。印刷版每期发行量为 9,000册，电子版送达

更多专业读者。读者分布情况如下：

发行 Circulation

按地区分布 By Geographical按读者的工作性质 By Job Functions

公司运营和工程管理
General Corp and Engineering Management 

研发
Research & Development

工程技术支持  
Engineering Support

封测工艺和生产
Packaging Assembly Processing and Production IC

工艺开发
Process Development

晶圆厂制造工艺和生产 
Wafer-Fab Processing and Production

设备和材料的制造
Production Equipment Material Manufacturing

工厂/设备/维护工程
Plant Facilities Maintenance Engineering

可靠性，品质控制，评估和测试 
Reliability, Quality, Control, Evaluation, Testing

其他
Other

采购
Other

设计 
Design

咨询
Consulting

按读者所在单位类型 By Business/ Industry 

半导体制造厂商
Semiconductor Manufacturers

光电元件封装/组装
Opto-electronic Component Packaging, Assembling

其他相关领域
Other Allied to the Field

半导体制造/测试的设备商
Semiconductor Manufacturing Test Equipment

半导体封装测试厂商
IC Assembly and or Testing

材料/化学/硬件制造商与销售商
Materials Chemicals Hardware Manufacturers-Merchant

计算机/通讯/消费类/汽车/医疗电子产品制造商
Computing Communication Consumer Automotive Medical 
Electronics

元件或部件组装
Components or Sub-assemblers

独立的研发实验室
Independent Research & Development Lab

工业控制系统或设备制造商
Industrial Controls, Systems or Equipment Manufacturers

教育机构
Educational Institutions

使用薄膜技术制造非半导体产品的厂商
Non-Semiconductor Products Manufacturing using Thin Film 
Technologies 

航天、航海、航空、海洋和大气系统或设备制造商
Aviation Aerospace Navigation Guidance Oceanography & 
Geophysical Systems or Equipment Manufacturers

政府及军方单位
Government and Military
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网上广告价格                                              　Online Advertising

广告价格 (美元)                                         Advertising Rate  (US$) 
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www.solidstatechina.com     

广告类型 Ad Size

整版 Full Page 

2/3 版 Page 横/纵 H/ V

1/2 版 Page 岛型 Island  

1/2 版 Page 横/纵 H/ V

1/3 版 Page 横/纵 H/ V

1/4版 1/4 Page

1/6版 1/6 Page

彩色 Full Color 双色 Two Color 黑白 B/W

特殊版位 Premium Positions

封面内页 Cover II  4,720

封底内页 Cover III 4,320

封底 Cover IV 5,420

第一页 Page 1  4,720

目录对页 Facing table of content              4,490

其他特别位置 Other specified positions 　　　　　　+10%         

1x 9x 12x6x3x 9x 12x6x3x1x 9x 12x6x3x1x 

广告公司佣金 Commission to recognized ad agency         15%

翻译 Translation charge: US$100/ page页 

网站 Website

焦点快讯 eFocus
位置 尺寸 Dimension 大小 格式 每期
Position  (pixels, w x h) Size Format per issue

Top Banner 728 x 90 60k JPG/GIF 1,570

Banner 1 350 x 180 40k JPG/GIF 1,570

Banner 2,3,4 350 x 60 30k JPG/GIF   500

Web-link (one)  连结 (一个)                                      Free 免费

Web-link (each additional) 连结 (每增加一个) 30

Add-on Flash function 加入Flash 功能 680

Add-on Button with web-links 加入Button (含连结) 260

Add-on additional Full Page ad 增加整版广告 680

赞助商(最多)
Sponsors (max)

备注
Remark

电子广告增值(加入电子功能)
Enhanced Ad (adding web functions to print ad)  

电子杂志 eMagazine
每期

per issue

每期
per issue

Sponsor --- Download page 下载页赞助 680 2

Text ad --- Login page  登入页---文字广告 470 2

Text ad --- Select issue page 选择期刊页---文字广告 470 2

包括制作 incl. production

只接受整页 full page only 

位置 网站出现 尺寸  大小 格式 共享  每月 独家(每月)
Position Appearance Dimension Size Format Shares of inventory per month Exclusive
   (pixels, w x h)      (per month)

长方形  1,2,3  300 x 250 40k  8 banners于3个位置随机出现 1,000 不适用
Rectangle 1,2,3     8 through all 3 positions on page  N.A.

直长方形 
Half page    300 x 600 80k  3 1,200 1,800
(skyscraper)

页中横幅 1,2  300 x 60 30k  4 banners于2个位置随机出现 700 不适用
Middle 1,2      4 through all 2 positions on page  N.A.

赞助公司标志  140 x 70 20k JPG, GIF 不适用 350 不适用
Logo Sponsor     N.A.  N.A.

页首横幅  728 x 90 60k  3 1,650 3,300
Leaderboard    

JPG, GIF, 
Flash,

animated GIF

全网站
Run of Site

全网站
Run of Site

首页
Home page

1,930540 1,020

一周
One week

两周
Two weeks

四周
Four weeks

位置 网站出现 尺寸  大小 格式 每月 
Position Appearance Dimension  (pixels, w x h) Size Format per month 

精品推介 首页  140 x 100 30k JPG, GIF 850 Prime product 1,2,3,4 Home page   

欢迎广告   
640 x 480 280k JPGWelcome ad    
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特别报道

Special Activities

展会赠阅

Bonus Distribution

封面故事

Special Report/
Cover Story

专题文章 1

Feature Articles 1

※ 欢迎投稿 Submissions welcomed

编辑计划 Editorial Calendar

 Mar 08 Jun 03 Sep 01 Dec 16

Mar 01 May 27  Aug 25 Dec 09

Feb 23 May 20 Aug 18 Dec 02

Feb 05 May 03 Aug 01 Nov 16

出版
Issue date

物料
Mat close

广告
Ad close

投稿
Editorial

Mar Jun Sep Dec

• SEMICON China/ 
SOLARCON China 
采访报道

 Interview

• SEMICON China/ 
SOLARCON China 
产品预览

 Product Showcase

• 2.5D和3D 集成

 2.5D and 3D Integration

• 物联网趋势和挑战

 IoT Device Trends and 
Challenges

• HEMT 高电子迁移率晶体管

 High Electron Mobility 
Transistors

• 扇出型晶片级封装

 Fan Out Wafer Level 
Packaging

• 先进封装

 Advanced Packaging
• 检测需求与挑战

 Metrology Needs and 
Challenges

• 功率电子

 Power Electronics

专题文章 2

Feature Article 2
• MEMS 技术趋势

 Trends in MEMS
• 互连技术

 Interconnection 
Technologies

• 显示技术

 Display Technology
• 传感器融合

 Sensor Fusion

*  SEMICON China         
 上海/Shanghai   15-17 Mar 

*  中国(上海)国际太阳能技术
展览会 

 SOLARCON China        
 上海/Shanghai   15-17 Mar

*  FPD China               
 上海/Shanghai   15-17 Mar

*  中国国际太阳能行业博览会
/中国光伏四新展

 Intersolar China/ CIPV Expo
 北京/Beijing        29-31 Mar

*  第二十六届中国国际电子生
产设备暨微电子工业展

 Nepcon China/ EMT China            
 上海/Shanghai    26-28 Apr 

*  第十届(2016)国际太阳能产
业及光伏工程(上海)展览会
暨论坛

 SNEC
 上海/Shanghai   23-25 May

*  台湾平面显示器展
 Display Taiwan
 台北/Taipei         15-17 Jun

*  第四届成都国际电子生产设
备及技术展览会

 Nepcon West China       
 成都/Chengdu    21-23 Jun

*  SEMICON West
 San Francisco     12-14 Jul

*  CSPE 
 北京/Beijing                  Aug

*  第十九届华南国际电子生产
设备暨微电子工业展

 Nepcon South China       
 深圳/Shenzhen
                    Aug 30-Sep 01

* 中国国际光电博览会
 CIOE 
 深圳/Shenzhen      6-9 Sep

* SEMICON Taiwan 
 台北/Taipei            7-9 Sep

* 第十二届上海国际LED展 
LED China

 上海/Shanghai   19-22 Sep 

* 第十届中国国际半导体博览
会暨高峰论坛

 IC China                
 上海/Shanghai   11-13 Nov

刊期
Issue

• 10nm 及以下CMOS 器件

 CMOS Devices for 10nm 
and Beyond

• 10nm 及以下光刻

 Lithography for 
10nm and Below

• 薄片加工

 Wafer Processing




